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(57) Abstract

According to the invention, the conductor pattem is configured such that the connection pads (P1) are respectively connected via
a conductor region with a reduced width (LB1) to the conductor tabs (LZ) which extend the conductor. A solder layer deposited on the
conductor pattem is preferably remelted by a laser beam, whereby the solder flows up to the connection pads (P1) and forms solder bumps
there,

(57) Zusammenfassung
Das Leitermuster wird so ausgestaltet, daB AnschiuB-Pads (P1) jeweils {iber einen in der Breite reduzierten Leiterbereich (LB1) mit

den weiterfhrenden Leiterzungen (LZ) verbunden sind. Eine auf das Leitermuster aufgebrachte Lotschicht wird vorzugsweise mittels cines
Laserstrahls umgeschmolzen, wobei das Loczu den AnschluB-Pads (P1) hin flieBt und sich dort Lothécker bilden.




